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Стереолитография является аддитивной технологией, которая обладает одним из самых точных разрешений при 3D-печати. Расширение спектра применимости стереолитографии ведет к необходимости улучшения физико-химических свойств получаемых объектов, в том числе повышения их термостойкости. Одним из методов, позволяющих повысить термостойкость, является введение дополнительных функциональных групп с дальнейшим двойным отверждением [1]. Известно, что бисмалеимидные группы сополимеризуются с акриловыми группами, наиболее часто используемыми в стереолитографии, и при этом обладают высокой термостойкостью. [2]. На сегодняшний день фталонитрильные смолы являются самыми термостойкими смолами [3], что вызывает интерес к их применению. Недостатком является то, что такие смолы не могут фотополимеризоваться.
В данной работе рассматривается возможность получения термостойких фотополимерных композиций с двойным термическим и фото отверждением для стереолитографии путем введения малеимидных и фталонитрильных групп в структуру мономеров. Впервые были синтезированы 4-[4-(2,5дион-1H-пиррол-1-ил)фенокси]бензол-1,2-дикарбонитрил (PNB-1) и 4-[3-(2,5дион-1H-пиррол-1-ил)фенокси]бензол-1,2-дикарбонитрил (PNB-2) в три стадии, строение которых были подтверждены 1H и 13C ЯМР-спектроскопией:
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